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EMIL in Leipzig - Produktionstechnologien der Zukunft

Vor dem Corona-bedingten Lockdown gab es in Leipzig eine von SEICA und mehreren anderen Equipment-
anbietern getragene Veranstaltung iiber Produltionstechnologien der Zukunft, bei der Electronic Manufactu-
ring- und Inspektions-Losungen (EMIL) vorgestellt wurden. Neben Vortriigen wurden Live-Vorfiihrungen der

Maschinen und Inspektionssysteme geboten.

Die Begriifung und Moderation erfolgte durch
den Organisator der Veranstaltung Marc Schmuck,
SEICA Deutschland GmbH. Er duferte sich ange-
sichts der kritischen Situation als gliicklich iiber
die vielen Besucher. Die Zukunft wird die“vollstén-
dige Elektrifizierung des Antriebs im Auto bringen.
Anhand eines Videos iiber das Autonome Fahren und
die Shared Mobility zeigte er weitere Entwicklungs-
trends auf. Auch fiir diese bzw. die dazu benétigten
Produkte muss sich die Elektronikbranche mit Pro-
duktionstechnologien der Zukunft riisten.

Bestiicken und Léten

Losungen fiir das Dosieren in der Elektronikferti-
gung und bei der Integration in komplexe Produkte
stellte anschlieend Dr. J6rg Niemeier, ATN Auto-
matisierungstechnik Niemeier GmbH, vor. Er erl4u-
terte ausgehend von den Dosierprozessen die unter-
schiedlichen Dosierventiltechnologien und -arten
sowie deren Anwendungen. Weiterhin ging er auf die
Anforderungen und Eigenschaften der zum Dosieren
eingesetzten Maschinen ein.

Moderator Marc Schmuck Dr. Jorg Niemeier
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Laut Jirg Schiipbach, Essemtec AG, tendiert der
Markt zu kiirzeren Markteinfiihrungszeiten fiir neue
Produkte sowie zu kleineren Losgrofen. Die durch-
schnittliche Losgrofe bei der Bestiickung liegt der-
zeit bei 100 bis 150 Stiick. Essemtec bietet mit dem

All-in-One-System hierfiir die Losung schlechthin. .

Denn das System bietet Jetten und Bestiicken in einer
Maschine und zwar auch fiir die kleinsten Baufor-
men. Es kann kleinste Mengen von nur 0,4 nl dosiert
aufbringen und eignet sich damit auch fiir kleinste
Bauformen (01005) und Anschlussrastermalie von
0,4 mm. Fiir die NPI werden wegen der besonderen
Anforderungen zunehmend extra Prototypenlinien
eingesetzt. Das All-in-One-System leistet dies auch.

Uber die heutigen Moglichkeiten des Produktions-
und Materialmanagements in der Elektronikfertigung
informierte Dr. Jan Hepke, JUKI Automation Sys-
tems GmbH. Mathematische Optimierungen mittels
analytischer Module erwiesen sich als wenig prakti-
kabel, besser ist ein Anlernen basierend auf vorhan-
denen Daten. Dr. Jan Hepke verglich dazu verschie-
dene Riiststrategien miteinander.

Jiirg Schiipbach
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Dirk Bufe, Budatec GmbH, erliuterte, wie Loten und
Sintern unter definierten inerten und reduzierenden
Atmosphdren erfolgen kénnen und welche Vorteile
damit verbunden sind. Die dazu konzipierten Anla-
gen arbeiten mit Vakuum zum Atmosphérenwechsel
sowie zur Porenreduktion. Zudem kann damit ein
flussmittelfreies Loten erfolgen. Dirk BuBe verglich
die Lotreaktionen bei Verwendung von Lotpaste oder
Preforms unter unterschiedlichen Atmosphéren. Er
erklédrte ferner, wenn Sintern sinnvoller als Loten
bzw. erforderlich ist. Zum Sintern wurden bisher Ag-
Pasten verwendet, nun sind hierzu Cu-Pasten in Ent-
wicklung, so dass zukiinftig alles zusammen gesintert
werden kann. ’

Bevor Olaf Cieply, IBL-Lottechnik GmbH, auf das
Dampfphasenléten mit Vakuum im Detail einging,
erklérte er das Prinzip des Dampfphasenlétens und
dessen Vorteile gegeniiber dem Konvektionsldten.
Die angebotenen DampfphasenlGtanlagen bieten
unterschiedliche technische Losungen fiir die Lot-
temperaturprofilierung, ebenso fiir das Vakuum und
die Kiihlung. Er verglich diese und z#hlte weitere
anlagenspezifische technische Mdglichkeiten auf.
Danach folgte die erste Serie an Live-Vorfithrungen.

Digitalisierung und Konsequenzen

Nach der Mittagspause setzte Dr.-Ing. Thomas Win-
disch, Fraunhofer IWU, die Vortrige mit dem Thema
,,Autonom fahrende Elektroautos — Herausforderung
Digitalisierung fiir die Elektronikzulieferindustrie®

fort. Auch das autonome Fahren, dessen Motivati-
onen er erwahnte, gehdrt zu den Anwendungen der
Digitalisierung. Das autonome Fahren wird in Stu-
fen realisiert werden. Dr.-Ing. Thomas Windisch
erlduterte die vom VDA definierten Stufen. Neben
EM- und HV-Modulen fiir den Antrieb autonomer
Fahrzeuge werden vernetzte Steuergerdte benétigt. Er
beschrieb, was im dafiir gestarteten Forderprojekt KI-
FLEX geleistet werden soll und was diese Entwick-
lungen an Konsequenzen fiir die Zulieferindustrie
haben werden.

Inspektion und Test

Roland Stenger, GPS-Priiftechnik Rhein/Main
GmbH, zeigte ausgehend von den Entwicklungen von
Industrie 1.0 zu Industrie 4.0 am Beispiel Priiftechnik
auf, was die aufgrund der umfassenden Digitalisie-
rung und Automatisierung zu erwartenden Auswir-
kungen auf unsere Arbeitswelt und unsere Gesell-
schaft sein werden. Er ging dabei auf Chancen und
Risiken ein und prognostizierte fiir die Priiftechnik
das vollautomatische Testen mit Be- und Entladung
durch Roboter.

Alexander Beck, Gopel electronic GmbH informierte
iiber kombinierte Testverfahren — FPT und ICT mit
Embedded JTAG. Zur Einleitung erlduterte er den
Standard JTAG/Boundary Scan und was damit ermog-
licht wird. Anhand von Testszenarien und am Beispiel
der von Gdpel angebotenen Losungen verdeutlichte
er die Vorteile kombinierter Tests und den Mehrwert

Dr. Jan Hepke Dirk Bufle

Olaf Cieply
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durch die Systemintegration. So ist eine Kombina-  ded JTAG Solutions und In-Circuit-Tester bilden
tion des In-Circuit-Test (ICT) mit Embedded JTAG ~ zusammen ein sehr schnelles Testsystem mit — auch
Solutions vorteilhaft, wenn der mechanische Zugriff ~ bei hochkompakten Baugruppen — sehr hoher Feh-
eingeschrinkt oder nicht geniigend JTAG/BS-fihige  lerabdeckung. Zudem werden durch das Einsparen
Bauteile auf der Baugruppe vorhanden sind. Embed-  von Testpunkten die Kosten fiir den Nadelbettadap-

Dr.-Ing. Thomas Windisch Roland Stenger Alexander Beck
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ter geringer und die Testpro-
grammerstellung einfacher.
Die Kombination von Funk-
tionstest (FPT) und Embed-
ded JTAG Solutions hat den
Vorteil, dass nicht die Funk-
tion des einzelnen Schalt-
kreises iiberpriift sondern
dessen Pins zum Treiben und
Messen der Leiterstrukturen
benutzt werden. Das Priifen
von Ubertragungsfunktionen
lasst sich so vereinfachen.
Dabei erfolgt eine Diagnose
auf Pin-Ebene, was fiir eine
eventuelle Reparatur giinstig
ist. Auch hier erhéht sich die
Priiftiefe und wird die Test-
programmerstellung einfa-
cher. Gopel bietet seine Embedded JTAG-Losungen
als schlisselfertige Integrationspakete fiir unter-
schiedliche Testsysteme z.B. auch fiir die Pilot- und
die Compact-Serien von SEICA an.

Die Welt der IT aus der Sicht der optischen und Ront-
geninspektion betrachtete Olaf Romer, ATECare. Er
erlduterte dabei, was mit modernen Systemen heute
inspizierbar bzw. messbar ist. So kénnen moderne
3D-AOI-Systeme weit mehr als nur priifen, ob Bau-
teile vorhanden sowie an der richtigen Stelle und kor-
rekt orientiert positioniert sind, denn sie vermessen
auch die Gestalt/Ausbildung der Lotverbindungen.
Mittels der so ermittelten Daten lassen sich vorgela-
gerte Prozesse optimieren. Mittels 3D-Inspektion des
Lotpastendrucks (SPT) lassen sich Ursachen fiir Lot-
fehler friihzeitig erkennen und korrigieren. Moderne
AXI-Systeme ermdglichen eine 3D-Inspektion auch
dort, wo andere Systeme Schwierigkeiten haben, wie
z.B bei gegeniiber auf der Ober- und Unterseite der
Leiterplatte bestiickten BGA oder bei gestapelten
Bauteilen.

Olaf Rémer
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Im letzten Vortrag stellte
Martin Merkel, Seica
Deutschland GmbH, die fiir
den ,,Test of invisible* konz-
pierte NEXT Technology
vor. Seica hat mit der NEXT
Technology den Fingertest
weiterentwickelt und eroff-
net damit neue Moglichkei-
ten fir die Zukunft. So wurde
fiur den Test auch der kleins-
ten SMT-Chips bzw. fiir die
Kontaktierung auf deren
winzigen Anschliissen die
Soft Touch-Technologie ent-
wickelt. Die Probe-Spitze hat
einen Durchmesser von nur
25 um. Martin Merkel zihlte
die neuen SEICA Produkte
mit NEXT Technology auf. Darunter findet sich als
neuestes Produkt der PILOT BT Flying Prober fiir
den vollautomatischen Test von Batterie-Arrays fiir
Elektrofahrzeuge, der spéter live demonstriert wurde.
Nach einer Serie weiterer Produkt-Live-Vorfuhrun-
gen endete die Veranstaltung EMIL mit einer offenen
Gesprachsrunde mit den Ausstellern.

Andreas M. Keiner von der Firma nemotronic nutzte
die Veranstaltung, um iiber die Erweiterung des
Portfolios seiner Firma zu informieren. Nun werden
von nemotronic zusatzlich zu den Produkten fiir die
Priiftechnik und das Baugruppenhandling weitere
Produkte fir die anderen Prozessschritte der Elek-
tronikfertigung angeboten. Das Angebot reicht von
der Be-/Entladung iiber Pastendruck, SPI, Bestii-
ckung, Loten, AOL, AXI, ICT und FKT bis zum EOL
und umfasst neben einzelnen Inselldsungen auch die
gesamte Fertigungslinie aus einer Hand. Abgerundet
wird das Portfolio durch Material-Lagersysteme,
Trockenschréinke, Pastenmischer und Traceability-
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